TechShield Protec

- OSB ESTRUTURAL COM BARREIRA RADIANTE

PARA VEROES MAIS FRESCOS E INVERNOS MAIS QUENTES
O T

. Placa estrutural OSB que integra uma barreira radiante de aluminio numa das faces.
. Reflete a radiacao térmica, reduzindo a temperatura na area do telhado da casa.
‘ Inclui a tecnologia Copptech, que elimina cupins, bactérias e virus, inclusive o Covid-19.
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OSB ESTRUTURAL COM BARREIRA RADIANTE
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Painel estrutural OSB que integra uma barreira
radiante de aluminio com incisdes numa das
faces, criado para melhorar a eficiéncia energética
da casa e o conforto habitacional, aplicando a
tecnologia LP ao investimento atual e futuro.

LP TechShield Protec é uma placa com
certificacao estrutural APA, o que garante sua
qualidade de acordo com os padrdes exigidos
na América do Norte. Sua utilizagao é para
construcdes residenciais em telhados, pisos e
paredes, constituindo parte importante do sistema
Construtivo de Energia Assismica (C.E.A.).

Tabela de Dimensoes

FORMATOS 1,22 X 2,44 m

Pallet Peso
Producto Peso (kg) (Unidades) Pallet (kg)
TechShield 11,1 mm 22,5 72 1.618
TechShield 15,1 mm 30,6 53 1.620

Atributos

* Reflete 97% da radiagao térmica.

* Reduz a temperatura do sétédo em até 24%
(aprox. 48° C a 36° C).

* Asincisdes na chapa de aluminio permitem a
evacuacao do vapor de agua.

* Aintegracao da barreira no quadro permite
otimizacao de mao de obra, para instalacao
mais rapida que ambos os produtos
separadamente (economia no local).

e Otimiza a mao de obra aumentando a
velocidade de instalagao e reduzindo a perda
de material.

e Sua instalacao nao requer ferramentas ou
produtos especiais.

Temperaturas(Com e sem barreira radiante)*
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Tecnologia

As pacas estruturais LP TechShield Protec
incorporam perfuragdes que permitem o fluxo
de um lado para o outro, liberando a umidade
quase tao rapidamente quanto uma placa LP OSB
tradicional. O uso de barreiras continuas contra
radiagao pode reter a umidade do sétao e impedir
sua liberagao.

Emitancia (emissividade)

Todos os materiais tém emissividades que variam
de zero a um. Quanto menor a emissividade de um
material, menos calor ¢é irradiado dessa superficie
(energia radiante infravermelha). O LP TechShield
Protec possui baixissima emissividade de 0,03, o
que explica seu uso como barreira radiante.

Refletancia (refletividade)

Refere-se a fragdo da energia radiante recebida que
¢ refletida na superficie. Tanto a refletividade quanto
a emissividade estéo relacionadas, portanto, uma
baixa emissividade € um indicador de uma superficie
altamente refletiva. Neste caso, o LP TechShield
Protec possui refletividade de 0,97.

Armazenamento

Armazene em local limpo e seco. Nao armazene
em contato direto com o solo. Proteja da umidade
antes e durante a instalacao. Na parte externa
deverao ser cobertos com plastico ou lona
encerada, permitindo ventilagdo pelas laterais.
Manuseie de forma semelhante a outros produtos
de revestimento LP. Nao deixe cair nos cantos
nem quebre as bordas das placas. Manuseie a
superficie da chapa metalica da barreira radiante
com cuidado, para nao danifica-la.

A placa deve atingir a umidade de equilibrio antes
da instalacdo. Deve ser climatizada no local onde
sera instalada, seja travando-as ou apoiando-as
implantadas em uma parede para que cada placa
absorva individualmente a umidade ambiente.
Quando o teor de umidade estiver acima da
umidade de equilibrio do local de uso e portanto
devera ser seco para diminuir a umidade da placa.

Instalacao de telhado

Verifique se o alinhamento das vigas ou soleiras
€ uniforme.

Fornega ventilagao adequada ao telhado de acordo
com o cédigo de construcao da sua area.

Coloque as tadbuas com a chapa metalica voltada
para baixo no telhado.

Proteja-os da umidade antes e durante a
instalacao.

Instale todas as placas com as marcagoes de
revestimento APA, LP e TechShield voltadas para
baixo.

Recomendamos seguir todas as instrugdes desta ficha antes de utilizar o produto. Se vocé tiver alguma davida, entre

SEMPRE UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Mantenha distancia
minima de 34" para
permitir um fluxo de ar

Barreira radiante
LP TechShield
Protec para baixo

Proteger as placas LP TechShield Protec de umidade antes
e durante a instalagdo. Se as placas forem armazenadas ao ar
livre, deverdo ser cobertas com polietileno ou lona encerada,
permitindo ventilacdo pelas laterais.

Instalacao na parede

Na aplicagdo em parede, a face com a superficie
metdlica deve ficar voltada para o exterior da casa.
A placa LP TechShield Protec nao substitui a
barreira de vapor.

Lembre-se de deixar beirais e cumeeiras ventilados
para maximizar a eficacia da barreira radiante,
mantendo assim um ambiente mais seco e
saudavel no interior da casa.

SEM LP TECHSHIELD
PROTEC

A radiacdo
infravermelha penetra
na cobertura do
telhado.

Os ambientes em
contacto com o
telhado sdo quentes e
apresentam baixo
conforto térmico.

Maior consumo de
energia para ar
condicionado.

COM LP TECHSHIELQ
PROTEC

97% da recep¢ao
infravermelha é refletida no
exterior.

Atemperatura do teto é
reduzida em até 24%.

As moradias sao mais frescas
no verdo e menos frias no
inverno.

f Reduz o consumo de energia
no aquecimento e, sobretudo,
no ar condicionado, gerando
também poupancas a longo
prazo.
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em contato com nossa equipe de suporte técnico pelo telefone (+562) 2414 2200 ou pelo e-mail contacto@LPChile.cl




